
[bookmark: _GoBack]附件2
参展意向表
	单位名称
	

	负责人员及
联系方式
	
	讲解人员及
联系方式
	

	展品名称
	

	展位需求
	 □特装展区         □标准展位

	展品类别
	 □产品类           □解决方案类

	产品类
	硬件类：□芯片   □整机   □外设   □网络   □存储    □其他______
软件类：□操作系统   □数据库  □中间件   □办公套件  □安全产品   
□工具软件   □其他______

	解决方案类
	行业领域：□电子政务  □金融  □教育  □交通  □电力  □医疗  
□其他_____
技术领域：□人工智能  □大数据  □区块链  □物联网   □5G  □其他_____


	适配情况
	□未适配    □已适配

适配情况：（未适配可不勾选）
芯    片: □龙芯 □兆芯 □飞腾 □申威 □海光 □鲲鹏 □其他______       
整    机：□宝德 □浪潮 □曙光 □长城 □同方 □其他______         
操作系统：□统信UOS □麒麟操作系统 □其他______                
数 据 库：□人大金仓 □达梦 □南大通用 □其他______                
中 间 件：□中创 □东方通 □金蝶 □其他______         

	展品简介
	(可延页）

	展出实物物品清单（多个物品可自行增加）

	物品名称
	
	尺寸
	
	重量
	
	数量
	

	现场活动意向

	现场活动意向
	□供需研讨会    需  求：                    
□圆桌论坛       
□产品发布会    发布产品：            


备注：1、参展内容可自行扩展；
2、 硬件产品需写明产品尺寸（长*宽*高），另附实际图片。
3、 请于9月22日前回复意向，发送至hyb@gdsia.org.cn

